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1 SD 卡电路、使用注意事项  
 

易损坏点 说明 避免方法 

物理损坏   

热插拔 目前存储卡没有热插拔技术，直接热插拔

可能会烧坏卡或接口 

电路设计避免热插，系统弹出卡（给卡

下电）后拔卡； 

设备掉电后插拔卡 

供电电压异常 大于 3.6V 或低于 2.7V都可能造成卡损坏 推荐 3.3V 供电，SD 卡供电要足，防

止电流不够导致电压跌落 

静电浪涌等 电子元件天敌 增加 ESD 防护器件等 

高温 超过SD 卡要求的最高温度，可能造成SD

卡永久损坏 

产品设计时评估好散热设计，保证 SD

卡工作在要求的温度范围内 

 

 

2 推荐电路设计 

2.1 方案对比 

 

方案 说明 推荐程度 

电路 1 

系统检测到插卡后，延时一段时间（0.4-1S）后再给 SD 卡上

电；若给 SD卡供电超时检测不到SD卡可以主动给SD 卡断电，

超时时间可设为 1S 以防止短路卡损坏机器。 

非常推荐 

电路 2 
若系统 GPIO 不够用，可以将电路 1 中电源使能控制

（SD0_PWR_EN）删去，改由 SD0_CD_N 来控制上电。 
推荐 

电路 3 
省成本方案，SD 卡槽常供电。热插拔造成 SD 卡损坏的概率很

低，且一般客户插拔卡频率很低；要求高的场合不推荐。 
一般 
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2.2 电路 1 

 

 

 

2.3 电路 2 
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2.4 电路 3 

 

  注： 

 电容 C86 推荐阻值 0.1-4.7uF，容值越大延时越长； 

 电路 1/2 中电阻 R92 需焊接，推荐 100K； 

 D15 推荐焊接，保护 SD 卡电源； 

 MSC_CMD 及 MSC_D[0:3]上拉推荐 4.7K-100K，具体阻值根据信号质量来选择； 

 MSC_CMD 及 MSC_D[0:3]根据产品定位，来选择是否添加 ESD 保护器件。 

3 电源及信号要求 

信号 设计要求 

电源 SD 卡要求供电范围 2.7-3.6V，推荐使用 3.3V 供电； 

大于或小于该范围的供电都可能会造成 SD 卡损坏； 

供电能力要足够 

MSC_CLK 在芯片端串联 33 欧电阻，走线长度控制在 6000mil 以内； 

注意阻抗匹配及防止其他干扰 

MSC_D[0:3] 

MSC_CMD 

与 SD 卡或卡槽直连，走线长度控制在 6000mil 以内； 

注意阻抗匹配及防止其他干扰 

 


